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本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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本文件规定了IC级高精度倒装装片机的基本参数、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。
本文件适用于IC级高精度倒装装片机（以下简称装片机）。
[bookmark: _Toc25033][bookmark: _Toc27967][bookmark: _Toc25484][bookmark: _Toc9741][bookmark: _Toc5453][bookmark: _Toc9385][bookmark: _Toc6203][bookmark: _Toc12664][bookmark: _Toc31423][bookmark: _Toc14187]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件
GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则
GB/T 13306  标牌
GB/T 17248.3  声学 机器和设备发射的噪声 采用近似环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级
GB 50073-2013  洁净厂房设计规范
[bookmark: _Toc28878][bookmark: _Toc25661][bookmark: _Toc27094][bookmark: _Toc5232][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc2165][bookmark: _Toc13649][bookmark: _Toc23328][bookmark: _Toc32385][bookmark: _Toc15825]术语和定义
GB/T 14113界定的术语和定义适用于本文件。
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IC级高精度倒装装片机基本参数见表1。
表 1 基本参数
	项目
	参数

	芯片尺寸/mil
	6～400

	芯片厚度/μm
	75～1000

	加工晶圆尺寸/ "
	8/12

	装片机尺寸/mm
	长度
	2200

	
	宽度
	1450

	
	厚度
	1450

	引线框架尺寸/mm
	长度
	110～300

	
	宽度
	50～100

	
	厚度
	0.1～0.7


[bookmark: _Toc15269][bookmark: _Toc21120][bookmark: _Toc22143][bookmark: _Toc18726][bookmark: _Toc21911][bookmark: _Toc30544][bookmark: _Toc3654][bookmark: _Toc13693][bookmark: _Toc25975][bookmark: _Toc9658]工作条件
洁净度
应符合GB 50073-2013第3章中空气洁净度等级优于2级（含2级）的规定。
相对湿度
应保持在30 %～70 %范围内。
环境温度
应保持在20 ℃～27 ℃范围内。
电源要求
AC电源电压应保持在220 V±10 %范围内，频率应保持在50 Hz±2 %范围内。
压缩空气压力及流量
压力应不小于0.4 MPa，流量应不超过400 L/min，压缩空气应保持干燥。
真空压力
应保持在﹣80 kPa。
[bookmark: _Toc12543][bookmark: _Toc27020][bookmark: _Toc9129][bookmark: _Toc14994][bookmark: _Toc26593][bookmark: _Toc22784][bookmark: _Toc10744][bookmark: _Toc23062]技术要求
外观
产品表面应无图样未规定的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤等缺陷。
油漆表面应平整、均匀、光滑，不应有漏漆、起皱、流挂、剥离、锈蚀和锈痕等缺陷。
上料机构
应符合下列规定：
1. 无料盒时具有报警功能；
1. 具有上料架与料盒双上料模式切换功能；
1. 框架隔纸分离功能，能够有效识别纸和框架；
1. 具有引线框架方向检测和引线框架重叠检测功能；
1. 具有轨道宽度和步进节距可编程功能；
1. 采用多重精准定位的轨道进料传感器，传送微曲变形框架/基板到预设步进位置。
下料机构
应符合下列规定：
1. 料盒能自动升降，自动更换；
1. 无料盒或料盒满载时具有报警功能。
控制功能
应具有晶圆图取片功能，支持SECS/GEM联网协议。
应包括统计加工总数、统计各类故障等统计功能。
应具有日志记录功能。
应具有意外断电数据自动保护功能。
应具有故障自诊断显示功能，能够显示故障位置；应具有各个感应器位置故障显示。
在维修模式下应具有单个机构的强制动作功能，手动、半自动或全自动运行时，所有机构应自动复位。
应按照不同的用户设定不同的权限，按功能类别设置权限可修改参数。
传输的动作和状态异常时应具有报警停机功能。
应具有芯片角度校正功能。
应具有单/多枚顶针系统，单顶针与多顶针能够互换。
安全要求
电气部分应符合下列规定：
1. 绝缘电阻符合GB/T 5226.1-2019中18.3的规定；
1. 保护联结电路的连续性符合GB/T 5226.1-2019中8.2的规定；
1. 警告标志符合GB/T 5226.1-2019中第16章的规定；
1. 引入电源线端接法和切断开关符合GB/T 5226.1-2019中第5章的规定；
1. 紧急停止符合GB/T 5226.1-2019中9.2.3.4的规定。
安全防护应符合下列规定：
1. 配备过电流保护装置；
1. 设备具有急停保护按钮；
1. 具有故障报警指示灯；
1. 设备工作中，如防护盖突然被打开，设备自动变为停机状态；
1. 各电机轴设置安全限位，防止设备动作异常时发生危险事故。
图像识别系统
应符合表2的规定。
表 2 图像识别系统
	项目
	要求

	灰阶度
	256级灰度

	分辨率/px
	1280×1024

	识别精度/px
	±0.25


贴装精度
贴装精度误差应为±10μm，过程能力指数CPK应不小于1.33。
贴片转角精度
贴片转角精度误差应为±0.5°，过程能力指数CPK应不小于1.33。
贴片压力控制
贴片压力应为30 g～300 g，误差应为±5 g。
稳定性
平均无障碍工作时间（MTBF）应不小于168 h；平均故障间隔时间（MTBA）应不小于1 h。
装片速度
每小时装片件数（UPH）应不小于7000件。
噪声
装片机运行时，噪声应不大于75 dB。
试验方法
外观
应采用目测法进行检验。
上料机构
应采用功能验证法进行检验。
下料机构
应采用功能验证法进行检验。
控制功能
应采用功能验证法进行检验。
安全要求
电气部分应按GB/T 5226.1-2019的规定执行。
安全防护应采用目测法和实操法进行检验。
图像识别系统
应使用光学标定板作为图像识别的检测标准，启动设备软件对光学标定板进行识别，检测设备的识别精度。
贴装精度
试验步骤应符合下列规定：
1. 将测试用的基板和晶圆安装在装片机上；
1. 设置装片参数并调试装片机至工作状态；
1. 执行单个固晶，单个固晶完成后在固晶位将该晶片设置为焊后检测视觉模板；
1. 执行自动固晶，每个固晶完成后视觉系统自动抓拍固晶后的晶片图像，并从图像中查找视觉模板，计算视觉模板与相机中心的像素距离，将像素距离转化为实际距离并显示和存储；
1. 执行1000个固晶后停止测试，调出测试结果；
1. 统计测试结果；
1. 若测试结果全部符合精度要求，并且计算CPK值大于1.33则视为合格，否则不合格。
贴片转角精度
试验步骤应符合下列规定：
1. 将测试用的基板和晶圆安装在装片机上；
1. 设置装片参数并调试装片机至工作状态；
1. 执行单个固晶，单个固晶完成后在固晶位将该晶片设置为焊后检测视觉模板；
1. 执行自动固晶，每个固晶完成后视觉系统自动抓拍固晶后的晶片图像，并从图像中查找视觉模板，计算视觉模板与芯片图像角度后，显示并存储；
1. 执行1000个固晶后停止测试，调出测试结果；
1. 统计测试结果；
1. 若测试结果全部符合精度要求，并且计算CPK值大于1.33则视为合格，否则不合格。
贴片压力控制
应采用测力计进行检验。
稳定性
装片机应安装调试完成后进行，从每次开机工作时开始计算并累计。
装片速度
装片机正常连续生产1 h，统计所生产的芯片数量对应的数值。
噪声
应按GB/T 17248.3的规定执行。
检验规则
检验分类
产品检验应分为出厂检验和型式检验，检验项目见表3。
表 3 检验项目
	序号
	检验项目
	出厂检验
	型式检验
	技术要求
	试验方法

	1
	外观
	√
	√
	6.1
	7.1

	2
	上料机构
	√
	√
	6.2
	7.2

	3
	下料机构
	√
	√
	6.3
	7.3

	4
	控制功能
	√
	√
	6.4
	7.4


表 3 检验项目（续）
	序号
	检验项目
	出厂检验
	型式检验
	技术要求
	试验方法

	5
	安全要求
	√
	√
	6.5
	7.5

	6
	图像识别系统
	—
	√
	6.6
	7.6

	7
	贴装精度
	—
	√
	6.7
	7.7

	8
	贴片转角精度
	—
	√
	6.8
	7.8

	9
	贴片压力控制
	—
	√
	6.9
	7.9

	10
	稳定性
	—
	√
	6.10
	7.10

	11
	装片速度
	—
	√
	6.11
	7.11

	12
	噪声
	—
	√
	6.12
	7.12

	注：“√”为应检项目；“—”为不检项目。


出厂检验
每台装片机应经制造商质量检验部门检验合格后，并附有产品合格证方可出厂。
出厂检验项目见表3。
出厂检验的内容全部合格，判定该产品出厂检验为合格，否则判定为不合格。出厂检验出现不合格项目时，允许返修后重新检验；返修次数不应超过两次。若出现不可修复项目，则判为不合格品。
型式检验
有下列情况之一时，应进行型式检验：
1. 新产品鉴定时；
1. 结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能和质量时；
1. 停产三年以上恢复生产时。
型式检验项目见表3。
型式检验台数应不少于2台。
型式检验的内容全部合格，判定该产品型式检验为合格，否则判定为不合格。
[bookmark: _GoBack]标志、使用说明书、包装、运输及贮存
标志
每台装片机应固定产品铭牌，应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：
1. 商标；
1. 设备名称、型号；
1. 设备制造厂名、地址；
1. 出厂编号及日期；
1. 产品功率；
1. 产品尺寸和重量。
包装箱图示标志应符合GB/T 191的规定。
使用说明书
应符合GB/T 9969的规定。
包装
应符合下列规定：
1. 采用封闭真空包装，隔振处理，包装前零部件在箱内应固定牢固并放有干燥剂；
1. 包装箱内应附有设备合格证、设备使用说明书和装箱清单等随机文件；
1. 包装箱上应有防碰撞、防倾斜指示标识。
运输
应符合下列规定：
1. 运输过程中应防止雨雪直接淋袭；
1. [bookmark: _Toc31184][bookmark: _Toc6489][bookmark: _Toc9166]装车和运输过程中应有防止震动与跌落的紧固措施。
贮存
应贮存在环境温度为5 ℃～30 ℃，相对湿度≤80 %，通风、清洁、无腐蚀气体的室内。
[image: ]
4

6

image1.jpeg




